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Dotychczas próbowano rozmaitemi spo¬
sobami otrzymywać bezwodnik i kwas siar¬
kowy zapomocą przemiany S02 na SOs w
kilku fazach, przyczem pomiędzy każdą
fazą stykową usuwano wytworzony S03 z
gazów reakcyjnych. Przy wykonaniu tego
sposobu konieczne było doprowadzanie
znacznych ilości ciepła (przez ogrzewanie)
do gazu zubożałego w S02 i przeznaczo¬
nego do dalszych faz procesu stykowego,
albo też trzeba było zwiększać zawartość
S02 w tym gazie przez dodawanie gazów
bogatych w S02. Jak wiadomo jednak, do¬
prowadzanie ciepła z zewnątrz zapomocą
ogrzewania zwiększa znacznie koszty pro¬
dukcji, zaś skutkiem dodawania gazów
bogatych w S02 zatraca się prawie zupeł¬
nie główna zaleta pracy w kilku fazach, t.

j. polepszenie wydajności przemiany S02
na S03.

Zgodnie z wynalazkiem niedogodności
te usuwa się w prosty sposób, stosując cie¬
pło reakcji z jednej fazy do ogrzania ko¬
mory reakcyjnej w następnej fazie i pro¬
wadząc w każdej fazie przemianę gazów
S02 tak daleko, żeby wytworzone przy
tem ciepło wystarczało albo prawie wy¬
starczało do podtrzymywania przemiany
w fazie następnej.

Przy znanych wielofazowych sposobach
kontaktowych, stosujących między po-
szczególnemi fazami absorbcję wytworzo¬
nego S03, proponowano stosowanie ciepła
gazów, wchodzących z jednej strefy styko¬
wej do ogrzewania gazów, prowadzonych
po absorbcji do następnej strefy stykowej;



przy małej zawartości S02 w gazach po
absorbcji, wynoszącej rip. 0,6 do 1% S02
takie doprowadzanie ciepła nie wystarcza
do otrzymania temperatury reakcji w na¬
stępnej fazie. Natomiast, zgodnie z wyna¬
lazkiem, udaje się wywołać reakcję w ga¬
zach o tak niskiej zawartości S02, stosu¬
jąc w tym celu ciepło reakcji z poprzed¬
niej fazy kontaktowej w mniejszym lub
większym stopniu do ogrzania danej ko¬
mory stykowej, przyeżem część tego cie¬
pła reakcji można również zastosować do
podgrzania gazów płynących do tej komo¬
ry stykowej.

Nowy sposób można wykonywać w kil¬
ku odmianach. Można np. ciepło gazów,
uchodzących z pewnej strefy stykowej
przed absorbcją SOs, zużytkować do o-
grzania następnej komory stykowej.

Schematyczne urządzenie tego rodzaju
wyobraża fig. 1. Oczyszczone gazy pra-
żalne, zawierające np. 6 —< 1% S02, wcho¬
dzą przy a do pierwszego wymieniacza cie¬
pła, gdzie ulegają podgrzaniu ciepłem ga¬
zów, wyprowadzonych przy h z drugiej ko¬
mory stykowej, a następnie przez .6 prze¬
chodzą do pierwszej komory stykowej,
gdzie podlegają reakcji, przyczem na
S03 przetwarza się 80 do 90% S02.
Gazy, uchodzące ze strefy stykowej o tem¬
peraturze około 430°C, wprowadza się do
dobrze izolowanego płaszcza, otaczające¬
go komorę stykową drugiej fazy, skąd
przez c i drugi wymieniacz ciepła prze¬
chodzą przy d do pochłaniacza. Gazy po¬
zostałe po absorbcji wydostają się przy c,
a przy / wchodzą do drugiego wymieniacza
ciepła, gdzie ulegają podgrzaniu ciepłem
gazów z pierwszej fazy stykowej, stąd zaś
przez g przechodzą do drugiej komory sty¬
kowej, gdzie daje się osiągnąć przemiana
gazów ubogich, sięgająca prawie 80 —
90%. Całkowita przemiana licząc na za¬
wartość S02 w gazach wyjściowych, sięga
zatem w obu fazach 96 do 99%. Gazy, u-
chodzące z drugiej komory stykowej przez

h, opuszczają pierwszy wymieniacz ciepła
przy i.

Dalszą korzystną postać wykonania
wynalazku wyobrażono na fig. 2 i 3. Za¬
sada tego wykonania sposobu polega na
tern, że komory stykowe faz kolejnych tak
są rozmieszczone, iż komora stykowa fazy
następnej jest komorą stykową fazy po¬
przedniej .

W urządzeniu, wyobrażonem na tig. 4,
pierwsza komora stykowa otacza bezpo¬
średnio nie komorę katalityczną następnej
komory stykowej, a dopływ gazu do tej
komory katalitycznej. Wznoszące się tu
gazy otrzymują zatem zarówno ciepło z
poprzedniej i następnej fazy stykowej tak,
iż następuje automatyczne wyrównanie na¬
głych zmian warunków procesu. Oprócz
ciepła, oddanego przepływającym gazom,
ma tu jeszcze znaczenie i ciepło wypro-
mieniowane z wewnętrznej do zewnętrz¬
nej przestrzeni stykowej (i odwrotnie),
dzięki czemu cały zespół utrzymywany
jest w równomiernej temperaturze. W u-
rządzeniu tern można całkowicie pominąć
zewnętrzne wymieniacze ciepła, jeśli we¬
wnątrz pieca stykowego jak zaznaczono
na rysunku, zapewniona jest doskonała
wymiana ciepła.

Dzięki zastosowaniu tych samych od¬
nośników na fig. 1, 2, 3 i 4 figury 2, 3 i 4
stają się zrozumiałe bez specjalnego wy¬
jaśnienia.

Urządzenie do otrzymywania S03 we¬
dług wynalazku może mieć dowolną po¬
stać; komory stykowe mogą np. mieć
kształt rur lub pięter i t. d. Również i wy¬
mieniacze ciepła mogą mieć kształt roz¬
maity; w razie potrzeby można także część
ciepła doprowadzać zapomocą ogrzewa¬
nia z zewnątrz, jednakże staje się to nao-
gół zbyteczne, jeśli zastosować dostatecz¬
nie czynne katalizatory i jeśli przemie-
niacz S02 z wymienionym uprzednio wa¬
runkiem tak prowadzić, żeby ciepło reak¬
cji z poprzedniej fazy wystarczało do u-
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trzymania temperatury reakcji w fazie na¬
stępnej.

Ogólna zasada dla stopnia przemiany
w poszczególnych fazach nie daje się u-
stalić; stopień ten wyznacza się najlepiej
zapomocą doświadczeń, przyczem zresztą,
szczególniej przy wykonywaniu metody w
związku z fig. 4, ma się do czynienia z sze-
rokiemi granicami przy doborze warun¬
ków przemiany, ponieważ równowaga u-
trzymuje się tu w szerokich granicach tem¬
peratury. W całkowitym zespole urządze¬
nia niniejszego można osiągnąć przemia¬
nę 98% — 99%-ową, używając stosunko¬
wo niewielkich ilości katalizatorów.

Główną zaletą nowego sposobu jest to,
że prawie całkowitą przemianę gazów pra-
żalnych otrzymuje się z dotychczas nieo¬
siągalnie małemi ilościami katalizatorów i
zupełnie bez albo bez znaczniejszego do¬
prowadzania ciepła z zewnątrz. Dalsza
zaleta polega na tern, że sposobem niniej¬
szym można z łatwością przerabiać rów¬
nież gazy prażenia o wyższej zawartości
S02, niż to było możliwe dotychczas. Do¬
tychczasowe sposoby kontaktowe praco¬
wały wyłącznie z gazami, zawierającemi
6—7% S02, natomiast nowy sposób ni¬
niejszy umożliwia bezpośrednią przerób¬
kę gazów prażenia o zawartości 8 — 9%
S02 z dużą wydajnością. Wynikające stąd
korzyści, jak oszczędność na sile przy ru¬
chu gazów i prostota oczyszczania gazów,
wpływają dodatnio na gospodarczość pro¬
cesu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób otrzymywania bezwodnika i

kwasu siarkowego z gazów, zawierających
S02 i tlen metodą stykową, w którym prze¬
miana S02 na SOs odbywa się w kilku fa¬
zach, przyczem po każdej fazie następuje
wydzielenie SOs, znamienny tern, że cie¬
pło reakcji każdej fazy w mniejszym lub
większym stopniu stosuje się do ogrzewa¬
nia komory stykowej następnej fazy, a
przemianę gazów S02 w danej fazie tak
się reguluje, żdby ciekło reakcji tej prze¬
miany starczyło lub bezmała starczyło do
utrzymania przemiany w następnej fa¬
zie.

2. Sposób według zastrz. 1, znamien¬
ny tern, że ciepło gazów reakcyjnych, u-
chodzących z danej strefy stykowej, wy¬
zyskuje się do bezpośredniego ogrzewania
przestrzeni stykowej w następnej stre¬
fie.

3. Sposób według zastrz. 1 i 2, zna¬
mienny tem, że przestrzenie stykowe ko¬
lejno po sobie następujących stref połą¬
czone są przestrzennie, np. umieszczone
są współśrodkowo tak, iż przestrzeń sty¬
kowa następnej strefy otoczona jest prze¬
strzenią stykową strefy poprzedniej.

4. Sposób według zastrz. 1, 2 i 3, zna¬
mienny tem, że ciepło przemiany z po¬
przedniej fazy stykowej stosuje się zarów¬
no do podgrzewania gazów, wpływają¬
cych do następnej przestrzeni stykowej,
jak i do ogrzewania tej przestrzeni sty¬
kowej.

Verein fiir chcmische

undmetallurgische
Produk-tion.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.



Do opisu patentowego Nr 10254.
Ark. i.

Fig. 1



Do opisu patentowego Nr 10254.
Ark. 2.
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Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.


	PL10254B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


